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1. はじめに

　ここ数十年順調に発展を続けてきたプリント配線板も，
従来の延長線上にない技術が近年現れて来ている。例え
ば，部品内蔵技術，光回路との融合，プリンテッド・エレ
クトロニクスなどの出現である。このような変化の時代に
は，歴史を見直し，そこから今後の戦略を考えるのが重要
となる。本稿ではそのためのまず第一歩として，プリント
配線板の歴史を振り返ることに主眼を置いた。

2. 時代区分

　プリント配線板 (Printed wiring board)およびその上位概念
であるプリント回路 (Printed circuit)の歴史を考えるにあた
り，表 1のように 5つの期間に区分して考えることとする。
　20世紀初めから 1935～1940年ころまで，すなわち第二
次世界大戦前までの期間を第 1期「助走期間」とした。い

わばプリント回路の前史時代である。ここではさまざまな
アイデアが特許として提案されているが，どれも実用化に
は至っていない。
　1935年から 1945年までの 10年を第 2期「黎明期」とし
た。第二次大戦前夜から戦争終結までの期間であり，この
間，軍事技術としてのプリント配線板が初めて開発・実用
化され，その一方では銅箔エッチング法のプリント配線板
がラジオ用として開発され，特許出願もされている。
　1945年から 1960年までの 15年間を第 3期「普及期」と
した。終戦を機に第二次大戦の軍事技術の民間転用が始ま
り，一方では銅箔エッチング法が急激な発展した時期であ
る。
　1960年から 2000年までの 40年を第 4期「発展期」とし
た。スルーホールめっき，NC穴あけ，油圧式多層積層プ
レスなどの製造技術面でのキーテクノロジーが整い，一気
に発展を続けた時代である。この 40年を 10年ずつにさら
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表 1. プリント配線板技術史年表
時　　　　代 マイルストーン Ref

助走期間 ～1940頃
特許はいろいろ出て来ているが，
普及は進まない。種々のアイデア
の熟成期間。

1903年 Albert Hansonの特許：おそらく世界最初の配線板のアイデア。  1)
1913年 Arthur Berryの特許：最初のエッチング法によるヒーター回路形成。  2)
1918年 Max Schoopの特許：溶射によるボビン上のヒーター回路形成。  3)
1923年 F. Seymourの特許：ペースト印刷＋めっきで強化（Print and plate法）  4)
1926年 Cesar Paroliniの特許：ダスティング法。  5)
1933年 E. Franzの特許：折りたたみ回路  6)
1936年 宮田喜之助の特許：溶射による回路形成。ラジオ用。  7)

黎 明 期 1935～1945
現在の銅箔エッチング工法の誕生
軍需技術が大量生産を可能に。

1941～42年 Paul Eisler，銅箔エッチング法のプリント配線板を開発，英国特許出願。  8)
1942年 近接信管の大量生産始まる。セラミック板にペースト印刷。

普 及 期 1945～1960
軍需技術の民間転用がすすむ。銅
箔エッチング工法の普及。

1950年代
前半

NBSの Tinkertoyプロジェクト。プリント配線モジュールの製造自動化

1951年 NBSのポケットラジオの記事が National Geographic誌の紙面を飾る。

1959年
Paul Eisler，“Technology of Printed Circuits ̶ The Foil Technique in 
Electronic Production” 出版

 9)

発 展 期

1960年代 両面板の時代
1961年 Shipleyのスルーホールめっきの特許 10)
1963年 Paul Eisler特許侵害訴訟で Bendixに敗訴
1968年 DuPontが世界初のドライフィルムフォトレジストを開発 11)

1970年代 多層板の時代

1980年代 表面実装の時代
注： 表面実装技術自体は 1960年ころから特殊な軍事用途に使われてい
たが，爆発的に普及したのは 1980年代である。

1990年代 ビルドアップ配線板の時代 1991年 IBMが SLC (Surface Laminar Circuit)を発表。 12)
転 換 期 2000～ 部品内蔵基板，光回路基板，プリンテッドエレクトロニクス


